NAVOD K INSTALACI PROCESORU

urceno jen pro socketové a LGA verze - v1.01

Procesor je velmi citlivy na vyskyt elektrostatické elektfiny a mechanické poskozeni. Instalaci mdze provadét
pouze odbornik a pro jeho osazeni je vyzadovana odborna zpUsobilost v elektrotechnice alespor na Urovni
84 vyhlasky cislo 50/1978 Sb. Samotnou instalaci tedy mohou provadét pouze pracovnici pouceni.

POSTUP pro socketové verze

1. Nejdrive se ujistéte, zda je pocitac nebo zakladni deska
odpojena od pFivodu napajeciho napéti.

2. Zkontrolujte typ pouzité patice ovérte v dodavané
dokumentaci k zakladni desce nebo na internetovych
strankach vyrobce, zda instalovany procesor je vhodny pro
tuto konfiguraci systému.

3. Opatrné povolte bocni packu a otocte ji o 90° tak, aby byla
kolma k samotné patici (viz obrazek)

4. Zkontrolujte, zda noZicky procesoru jsou rovné. Pfipadné
korekce je mozno provést pomoci mikrotuzky

5. Vlozte procesor do patice a zaaretujte bocni packu do spodni
pozice.

6. Na horni Cast Cipu naneste vrstvu teplovodivé pasty.
7. Ovérte, zda pouzity chladi¢ je vhodny pro tento procesor a
jeho predpokladanou frekvenci nejlépe na internetovych strankach vyrobce chladi¢e a/nebo procesoru.
8. Nainstalujte samotny chladi¢ (nezapomente také pfipojit jeho napajeni, vétsinou do konektoru FAN1).
9. V pripadé, ze deska neumi automaticky nastavit vhodné napéti jadra (core), je nutno jej nastavit pomoci

DIP switchd nebo podobnych prepinact na desce ¢i v BIOSu.
Poznamka k instalaci: u starsich typl procesorl AMD Duron a Athlon je tfeba davat velky pozor pfi samotném uchyceni,
pripadé i pfi demontazi. Horni ¢ast Cipu je velmi citlivd na neSetrné zachazeni a i jen mala ustipnuta ¢ast mize zplsobit
zniceni procesoru.

POSTUP pro LGA patice

Konstrukce této patice je revolucni - procesor totiz nema noZicky, ale pouze kontaktni plosky. Oproti
kontaktnim ploskam ,jsou v patici pruzinky. Jak procesor, tak patice samotna jsou pomérné citlivé na
kontaminaci necistotou, prachem nebo potem (ten je zvlasté agresivni a vyvolava korozi). Proto se procesor
dodava v ochranném obalu, ze kterého se vyjme az tésné pred vloZenim do patice.

Body 1,2,7,8,9 jsou stejné jako u socketoveé verze.

3. Opatrné povolte bocni packu a odklopte pfitlacnou kovovou plosku.(viz. obr.2)
4. Vlozte procesor do patice.

5. Po vlozeni do patice se procesor upevni kovovou pritlaénou ploskou.

6. Zaaretujte bo¢ni pa¢ku do pozice. (viz.obr. 3)

obr.2




